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プリント板実装における不良発生傾向抽出方式  
一電子回路機器実装システムの研究（第4報）  
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基づき、基板・部品特性ごとに不良発生傾向を分  

析、抽出するものである。   

3。2 方式の検討   

製造不良と原因の因果関係は複雑で、設計要因  

と製造要因が絡み合って不良が発生すると考え  

られる。本方式では、様々な不良要因の中から、  

設計要因の不良を抽出する必要がある。   

そこで、製造プロセスの工程単位で設計、製造  

要因の不良の発生比率が大きく異なることに着  

目して、工程単位で設計要因の不良を算出し、こ  

れを不良発生傾向抽出方式に利用する。   

また、新基板設計時には、その基板と類似した  

基板の不良発生傾向を参照することから、不良発  

生傾向の抽出には、基板特性別に編集したデータ  

形式が有効である。   

以上の考え方を基本とし、次節で本方式の処理  

方法について詳述する。   

3．3 処理方法   

本方式では、処理対象となるプリント基板の不  

良実績情報、組立情報を入力し、以下の処理を行  

う【図1】。  

1）不良現象別不良件数の集計   

表1に不良実績情報から集計された不良現象  

1． 緒言   

プリント基板は、市場ニーズの多様化に伴う多  

品種化、対象製品の小型化・軽量化に伴う高密度  

実装化等が進み、作業の高度化、複雑化に伴う組  

込不良、はんだ不良等の各種製造不良が発生しや  

すくなっている。これらの製造不良に対しては、  

不良発生後の迅速な対策と共に、不良発生要因の  

事前摘出が重要な課題となっている。この中で、  

特に、部品の実装方向や実装位置等、設計方法が  

原因で発生する製造不良に関しては、設計段階で  

の事前対策が要求されている。  

2． 不良の要因と対策   

プリント基板実装ショップにおいて摘出され  

る製造不良は、設備の能力、作業者のミス等、製  

造方法に起因するもの（以下、製造要因の不良と  

呼ぶ）と、部品の実装位置、方向等、設計方法に  

起因するもの（以下、設計要因の不良と呼ぶ）が  

ある。このうち、設計要因の不良については、設  

計段階で事前に対策することが有効である。   

しかし、工程管理者が、製造不良データの中か  

ら設計要因の不良を摘出して、設計に不良対策指  

示を行うことは、多大の時間、工数を要する。   

そこで、製造不良データから自動的に基板・部  

品特性別の不良発生傾向を抽出し、それに基づき  
設計で不良対策を行うシステムが必要となる。   

本報告では、電子回路機器実装システム1）にお  

いて、上記対策指示を行うための不良発生傾向抽  

出方式について述べる。  

3。 不良発生傾向抽出方式   

3．1 概要   

不良発生傾向抽出方式は、プリント基板実装シ  

ョップから得られる不良実績情報と、CADデー  

タから組立に必要な情報を格納した組立情報に  図1 不良発生傾向抽出方式 概略処理フロー  
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即不良件数を示す。なお、   

Bi：部品、Fj：不良現象、Cij：BiのFj発生件数  

とする。縦軸には不良実績情報のデータ形式の最  

小単位で集計する。この例では部品となっている。  

FI  Fj  Fn   

Bl  Cll  Clj  Cln  

Bi  Ci】  Cij  Cin  

Bm  Cml  Cmj  Cm  

図2 基板・部品特性別不良発生傾向編集例  

（5）部品特性別不良発生傾向編集  

（4）にてグルーピングされた部品群毎に、各々  

の共通する部品特性を抽出する。ここで、部品特  

性とは、部品種、実装位置、■サイズ等を表す。抽  

出された部品特性別の不良現象別不良件数が〃  

以上の不良現象を、その特性の不良発生傾向とす  

る。   

以上（3）～（5）の処理を基板種別に行う。  

（6）基板・部品特性別不良発生傾向編集  

（5）にて基板種別に編集された部品特性別不良  

発生傾向のデータについて、同一な部品特性別不  

良発生傾向を持つ複数のデータについて、共通す  

る基板特性をそのデータ群の基板特性とし、1つ  

の基板・部品特性別不良発生傾向に纏める。ここ  

で、基板特性とは、材質、実装密度、サイズ等を  

表す【図2】。   

以上の処理により得られた基板・部品特性別不  

良発生傾向をDBに格納しておくことにより、類  

似基板設計の際に、行うべき対策内容が明確とな  

る。  

4． 結言   

電子回路機器実装システムとして、組立情報、  

不良実績情報に基づき、基板・部品特性別の不良  

発生傾向を抽出する、不良発生傾向抽出方式を確  

立した。本方式により、設計要因不良の事前対策  

による製造不良発生の抑止が可能となる。■  
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表1 不良現象別不良件数  

（2）不良実績から設計要因の不良を抽出   

電子回路機器実装システムの一機能である不  

良原因解析機能で、工程単位に算出された、不良  

原因とその原因である確率（百分率で算出）2）を  

用い、設計要因の不良を抽出する。即ち、原因が  

製造要因である場合、不良件数Cijをその確率だ  

け削減してそれを新たにCijとする。  

（3）不良多発部品の抽出   

不良が多発している部品（Bi）を（1）式により抽  

出する。   

〈BiJmax（Cik）≧FL，（k＝1，・‥，m）） ……（1）   

〟＝11Chk  
（4）不良発生傾向の類似した部品のグルーピング   

相関を用いたクラスタ分析により、部品発生傾  

向の類似した部品のグルーピングを行う。   

BiとBjの相関値rBiBjは（2）式で算出される。  

S BiBj 
rBiBj   ……（2）   

√転：盲‾‾「√軒「  

SBjBj＝罷（Cik－pcE）（Cjk－Pcj）  

SBi2＝i－Al（Cjk－pciヂ  
2
）
 
 
 

C
 

SBj2＝鴇・（Cjk－－P  

〃。戸cik  

〃Ci＝1Cjk   

グルーピング可否のしきい値は、95％信頼区  

間で真の相関係数が0となる値を用いる。グルー  

ピングされた部品の不良現象別不良件数C‥は不  

良現象毎に加算しておく。  
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